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IT 機器の発達を背景とした IoT の本格的な普及

と共にデータセンター敷設が全世界的な拡がりを

見せている。我々の社会生活に於いては、もはや意

識・無意識とは無関係に、産業分野の隔たりなくあ

らゆる情報がデジタル化し、クラウド環境を中心に

集積していく時代を迎えた。米国 EMCが提唱する、

地球全体で発生するデータ量である「デジタルユニ

バース」は爆発的増加を遂げており、2020 年には

44ZB を超えるとの予測もある 1)。 

半導体業界では、データの保持、換言すれば「情

報の記憶」に電源を要しない不揮発性メモリとして、

東芝が 1987 年に NAND 型 Flash Memory を発明し

たのを皮切りに、高密度・高集積化、高速化を推し

進めてきた。2007 年には 3D 構造を発明、2015 年

に 3D Flash Memoryを製品化し、従来 2D 型から 3D

型へのパラダイムシフトを成し遂げ、2017 年 6 月

には世界に先駆けて 96層での基本動作を確認し 2)、

データ社会の要求に応えてきた。 

増加の一途を辿る膨大なデータを格納する大容

量メモリデバイスの開発には更なる技術革新が求

められており、とりわけ高 AR(アスペクト比)の絶

縁膜加工に対する要求が高まっている。メモリデバ

イスを含む半導体製造プロセスでは多様な高 AR

加工への要求があり 3) 4)、製造技術の観点では大口

径 300mm Siウェーハ上の被加工物への微細かつ精

密な深孔や深溝加工が重要となっている。加工プロ

セスの過程ではマスク材料も被加工物とのエッチ

ング速度差（加工選択比）に応じて膜減りするため、

加工選択比が高く、且つ加工後は除去し易く、更に 

生産性の高い材料が求められている。そのため、ド

ライエッチング技術に加え、ハードマスク材料の開

発が極めて重要である（図 1）。 

本講演ではメモリを含む半導体デバイスで必

要とされる高 AR 絶縁膜加工に対応するマスク

材料として、精力的に検討されているカーボン材

料の現状について述べる。 

図 1.高アスペクト比加工プロセス 
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